
先端テクノロジ・ノードへの移行により、フィジカル検証で扱うルールの数と複雑さが増大しています。たとえば
16/20 nmテクノロジでは、DPT（二重露光）チェックの導入

によってランセットあたりのDRCルール数およびDRC演算回数が大幅に増えています。
以下に、テクノロジ・ノードごとのデザイン・サイズ（図1）、およびテクノロジ・ノード
ごとのランセットに含まれるDRCルール数と必要なDRC演算回数（図2）を示します。
最新のテクノロジ・ノードでは三重、四重などの多重露光も利用されます。この結果、
7 nmではランセットのルール数は最大10,000にも達しています。これらルールはほと
んどが非常に複雑で、ランセットに含まれるルールを実行するには10万回近くのDRC

演算が必要となります。
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図 1：デザインの大規模化と複雑化
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Figure 1: Big and complex designs



先端ノードにおけるDRCの課題をスケーラビリティとクラウド対応で解決するIC Validator2

5 nmノードではEUV



先端ノードにおけるDRCの課題をスケーラビリティとクラウド対応で解決するIC Validator 3

では、これほどのコア数を利用するにはどうすればよいでしょうか。EDAツールがクラウド（プライベートまたはパブリック）
に対応していれば、コア数を無限に増やして短時間で高速に実行できます。図4と図5に、クラウドでの IC Validatorの利用
モデルを示します。1つは、デザイン、ライセンス、ハードウェア・リソース、EDAツール（バイナリ）をクラウドに置いて実行 
するというモデルです。これは、主にプライベート・クラウドでの利用モデルとなります。もう1つは、ハードウェア・リソース 
のみクラウド上のものを利用し、デザイン、ライセンス、EDAツール（バイナリ）はクラウド外に置くというモデルです。IC 

Validatorの分散処理とマルチ・スレッディング・アーキテクチャは、メモリー容量の小さい低コストのマシンとも相性がよく、




